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不同位置辐射板的供冷性能分析

高志宏　刘晓华　江　亿

（清华大学建筑学院，北京１０００８４）

摘要：分析了辐射板布置位置对供冷性能的影响，建立了一种对流与辐射耦合的ＣＦＤ模拟模型．通过模拟计算，
得到不同辐射板位置和室内热源状况下辐射板供冷能力及室内热环境的分布状况；该模拟结果与真实平台实验

结果基本吻合．模拟结果表明：当室内热源温度较低时，对流换热量为主导因素，因此应将辐射板放置于侧墙或
天花板处；当室内热源温度较高时，辐射板与热源的辐射换热量增大，辐射换热量为主导因素，因此应将辐射板

布置在靠近高温热源的位置．
关键词：辐射板；辐射板位置；供冷能力
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